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La pr€sente invention concerne un Pigment porteur pour un 
module a circuit int€gr€, dans lequel le module est fix§ dans 
une fenfitre d'un support en forme de film a I 1 aide d'un croi- 
sillon de contact de manilre que les fils du croisillon de 
5 .contact soient chacun rell€s par une extr§mit§ avec les bornes 
correspondantes du module et d£bouchent aux autres extr£mit€s 
respect! ves dans des surfaces de contact. 

On peut utiliser des €l€ments porteurs de ce type par 
exemple de mani$re i incorporer des modules 3 circuits int§gr£s 

10 & des cartes d" identity ou a des supports de donn£es semblables. 
Les £16ments porteurs peuvent alternativement etre §galement 
utilises dans des cas oil on emploie & I'heure actuelle encore 
principaleroent ce qu'on appelle des bottlers & double rang€e 
de connexions comme modules & circuits int£gr£s. Lorsque les 

15 €l€ments porteurs sont incorpor€s & des supports de donn€es 

flexibles tels que des cartes d 1 identity, cela pose des problgmes 
sp€ciaux & la fois en ce qui- concerne la production des cartes 
d 1 identity et la manipulation des cartes. 

Pour prot€ger le module et ses bornes de connexion, on a 

20 par consequent d€j& propose (demande de brevet allemand publifie 
sous le No. 26 59 573) de disposer le module et le r&seau de 
conducteurs , appel& croisillon de contact, sur le m£me support 
relativement rigide. Le croisillon de contact se compose de fils 
qui sont relifis & des bornes du. module £ une extr£mit£ et qui 

25 d€bouchent dans des surfaces de contact du support. & 1 1 autre 
extrftmlte, en permettant ainsi 1 ' fitablissement d'une liaison 
avec le module. L'£l€ment porteur est s implement soud£ ou collfe 
par ses bords sur la carte d' identity. 

L'616ment porteur propose dans la deraande de brevet allemand 

30 pr€cit€e : a encore des dimensions relativement grandes ^par compa- 
raison 1 la grosseur du module. Cela est essentiellement impu- 
table aux surfaces de cor Lact qui sont disposr^.s iauihulaireiaent?;.^ 
au tour' du^ module .Des laments porteurs de grande f surface : > ■ - 
. poss&dent cependant, lors^u* lis sont par exemple incorpor£s & J 

35 des cartes d' identity, une surf ace trop grande qui. peut etre 
endommag^e parades soli ici tat ions m€caniques . 

Egalement, dans d 1 autres domaines d' utilisation, par exemple 
lors de 1 • Incorporation des filaments porteurs & des circuits 
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hybrides miniaturises, il est avantageux d' avoir une forme de 
construction adaptee £ la grosseur du module. 

L 1 incorporation des elements porteurs connus £ des cartes 
d'identite est compliqu§e et ne convient pas pour une production 
de serie. La carte d'identite est pourvue d'evidements corres- 
pondants pour permettre d'acc6der aux surfaces de contact fix£es 
sur le support. Ces evidements doivent etre remplis d'une ma- 
tidre conductrice si on desire eviter un encrassement rapide 
des contacts. IndSpendamment de 1" operation suppiementaire 
qu'il est necessaire de rtaliser dans ce but, on cr£e avec un 
tel agencement une zone de contact suppiementaire , et par con- 
sequent, une source additionnelle de perturbations, d* interrup- 
tions, etc., pendant 1' utilisation de la carte d'identite. 

L f invention a en consequence pour but de fournir un element 
porteur du type, def ini ci-dessus, dont la grandeur se rapproche 
autant qu'il est possible de celle du module £ circuit integre 
et qui permette une integration simple, et appropriSe pour une 
fabrication en grande s6rie, a des supports de donnees, corome 
par exemple des cartes d'identite. 

Ce probldme est r£solu conformfiment S la presente invention 
en ce que les voies conductrices comportant les surfaces de 
contact dfipassent du bord du support et peuvent fitre librement 
pli£es. 

Les elements porteurs sont ainsi agences de telle sorte que 
les extremites de sortie des conducteurs de connexion ou des 
voies conductrices restent librement mobiles et peuvent etre 
ainsi amenees par pliage dans la position desiree pendant la 
terminaison et 1 ' incorporation des elements porteurs. 

Lorsque les extremites de voies conductrices .debouchant dans. 

- les surfaces de contact, soht; repliees \par exemple autour du plan: 
!du support en direction- du module; ^circuit jintegre; 6u bien surj 
v la surface de pe moduley on bbtxent un ; element; porteur compact 
qui est adipte de f a$on opttmale; aux dimensions du module. 

L* element peut avantageusement etre applique r dans tous les - 
cas oQ de petites dimensions joiient un rOle important, corame 
exemple dans des circuits hybrides pour des montres ou des 
appareils semblables. 
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En relation avec des cartes dl identity ou des supports de 
donn€es semblables, l'^iement peut etre fix§ par collage , sans 
mesures additionnelles, dans un trou aveugle de la carte, pr£- 
par§e en co r res pon dance et de volume trfcs r§duit. 
5 La faible grandeur de l 1 element porteur garantit une grande 

s€curit£ lors de la manipulation de la carte car la surface 
m€caniquement sollicitSe est rfiduite en correspondance . 

Lors de 1 ■ incorporation des filaments porteurs selon l 1 in- 
vention & des cartes d* identity, il est possible, pendant le 

10 processus de stratification & chaud, d'appliquer une technique 
de fabrication simple lorsque les extrtaitfis libres des voies 
conductrlces sont initialement engag6es dans des evidements 
m£nag£s au pr€alable dans la feuille de recouvrement de la carte 
et sont ensuite recourses , pendant la stratification des 

15 feuilles de recouvrement avec les couches restantes de la carte 
dans la zone de la feuille de recouvrement qui est plac€e au- 
dessus de la surface du module, en Ctant alnsi enfoncSes dans 
la matiSre de la feuille* 

La carte pr€sente un excellent aspect du fait des trans i- 

20 tions sans joints entre les zones de contacts et la feuille de 
recouvrement. L'61€ment porteur place au centre de la carte 
et prot6g€ de fa?on optimale, auquel cas le module est rell£ 
seulement par 1 ' intern&diaire d'une zone de contact avec les 
surfaces de contact accessUbles de I'ext^rieur. 

25 D'autres buts et avantages de la prfisente invention. appa- 

raltront k la lecture de la description suivante et des figures 
jointes, donn6es * titre illustratif mais non limitatif . 

Les Pig. 1 & 3 reprfisentent un exemple de fabrication de 
l*61€ment porteur selon 1' invention. 

30 Les Fig. .4a, 4b, 5a et 5b montrent d'autres vari antes des 

Elements porteurs repr§sent§s- sur les Fig...l a 3. 

Xes- Fig. 6a & 6c reprteentent un €l£menL porteur comport ant 
une feuille. de support plus mince que j.e mrdule. ^ 

. Les Fig. 7 et 8 met tent en Evidence un proc6d6 d'incorpora- 

35 tion de l'€16ment porteur selon 1* invention & des cartes d 1 iden- 
tity, ces figures montrant 6galement la carte d f identity terminSe 
de fabrication. 

Les Fig. 9a et 9b reprftsentent une forme avantageuse de rea- 
lisation de la feuille de recouvrement utilisSe dans le proc£d§ 
40 de fabrication. 
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La Fig. 10 represente un Element porteur dans leguel la 
feuille portant le module est identique a la feuille de re- 
couvrement de la carte. 

Les Fig. 11, 12, 13 representent un element porteur com- 
5 portant un boltier moul§ servant de support pour le module £ 
circuit int€gr€, dans trois phases de sa fabrication; et 

la Fig. 14 montre la fabrication d'un Element porteur sans 
1 • utilisation d'un film de support. 

Sur les Fig. 1 £ 3, on a repr€sent€ un exemple de fabrica- 

10 tion de 1' Element porteur selon l 1 invention. Comme support 
pour les modules 3 circuits int€gr£s, on peut utiliser une 
matiSre sous forme de feuille ou de film. Les perforations 2 
existant habituellement dans les films 1 sont utilis€es pen- 
dant les diff§rentes phases de production pour le transport 

15 ou egalement pour le r§glage du film, par exemple dans le 
dispositif d'€tablissement de contacts. 

Le croisillon de contact, qui assure la liaison du module 3 
avec le support. 1, est form§ avec ses voies conductrices 4, 
dans 1' exemple repr€sent€, en enlevant par un proc€d€ connu 

20 de d€capage le revGtement conducteur plac€ sur le film. 

En ce qui concerne 1 ' §tablissement de contacts dans des 
-■ modules semi-conducteurs , on salt §galement r€aliser le croi- 
sillon de contact ind€pendamment du film dans une operation 
s€paree. Dans ce cas, le croisillon de contact est d 1 abord 

25 positionn§ pendant le processus d'itablissement de contact 
sur le film porteur, puis il est reli§ dans cette position 
avec le support et avec les points correspondants de connexion 
du module. ; • - 

Indfependamment de la realisation du croisillon de contact/ 

30- la voie conductrice . 4 est reliee par chacune de ses extrfmit§s /iyF- 
avec les points correspondar^s ; de jonction 6. du module 3 . 
Les extr€mit€s, d^bouchant dans les surfaces de contact 4a,' 
des voies .conductrices 4/ soi^t dispos£es, dans ct~te exemple 
de -realisation de 1' invention, de fa<jon a etre librement 

35 mobiles au-dessus de fenetres 7. fornixes par poin£onnage. 

La Fig. 2 est une coupe de. l'agencement de la Fig. 1. 
Dans 1' exemple represent^, le film 1 portant le module 3 est 
plus €pais que le module, y compris les voles conductrices 
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d' etablissement de contacts 4. Cette structure assure une pro- 
tection optimale du module et de ses conducteurs de connexion. 

Les voies conductrices 4 ne sont relives au film 1 que 
dans une zone relativement etroite, de sorte que les extremites 
5 desdites voies conductrices restent librement mobiles. 

La Figure 3 repr6sente 1* element porteur 10 qui a ete forme 
par poin$onnage dans le film, les voiles de jonction 11 ayant 
ete sectionn€s en deux cosine indique par des lignes en traits 
mixtes sur la Fig. 1. Si la longueur des voies conductrices 4 
10 est choisie par rapport & la large ur des fenetes 7 de telle 
sorte qu'elles chevauchent les fenStres (comme indique par 
des lignes en traits mixtes sur la Fig. 1) , il £aut sectionner 
egalement les voies conductrices pendant 1* operation de poin- 
9onnage • 

15 On va decrire dans la suite des vari antes avantageuses de 

1' element porteur represents sur les Fig. Ii3. 

Pour le mode de realisation represents sur les Fig. 4a et 
4b, les extremites 4a des voles conductrices 4 sont pliees 
autour du plan du support 1 sur le module 3. Ensuite, la cavite 

20 15 est reroplie d'une mati&re appropriee coulee en vue de prote- 
ger le module & circuit int6gr€ 3 et les connexions. Dans ce cas, 
les extremites 4a des voles conductrices repliees (surfaces de 
contact) sont egalement enrobees de matlfere et sont ainsi fix6es 
automat iquement . 

25 Le pliage des voies conductrices et le remplissage des 

cavites sont effectues, pour faciliter les operations, de 
preference sur 1' element encore re lie au film. L* element por- 
teur 16 qui est f inalement s6par§ du film par poin;onnage se 
presente comme indique sur.. la Fig.. 4b. On volt /que I'agencement 

30 special des voies conductrices permet d'obtenir un element por- 
teur tres compact et adapts de fa^on- optimale aux dimensions du 
module' 2 circuit \ integre;^fv;>^'- \. *~ '."V'v I • : "*rr^-..^y:\.- • . \ n; ; " . 

- Les Fig . 5a et -5b^ representent un* mode fde: realisation . de - *cv-. 
I 1 invention- dans lequel les voies conductrices du- croisillou \ i 

35 de contact sont realis&es dans une operation separee et non 

en liaison avec le film porteur. Dans ce cas, 11 est necessaire 
que les voles conductrices 4 du crolsillon de contact soient 
reliees, avant ou apr&s 1 * etablissement des contacts, & l'aide 
d'un adhesif approprie 17 avec le film porteur 1* 
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Le repliement des voies conductrices et le remplissage de 
1' element porteur peuvent etre realises de la maniere decrite 
ci-dessus . 

Comme le montre Sgalement la Fig. 5b , les voies conductrices 
4 intervenant dans cet exemple de realisation sont initialement 
engag^es dans des §videments 18 partant du bord de l'SlSment 
porteur et elles sont scellSes dans ceux-ci. Par ce moyen, on 
augmente la resistance de la liaison des voies conductrices 
avec le support. 

Les Fig. 6a S 6c repr§sentent un exemple de realisation de 
1' invention dans leguel le film 25 utilise pour 1 ' etablissement 
des contacts du module 3 est plus mince que le module. 
Comme le montre la Fig. 6a, dans cet exemple de realisation les 
extremity de sortie 4a des voies conductrices 4 sont dispos§es 
15 sur une partie libreraent mobile 26 du film porteur 25. 

La partie mobile perpendiculairement au plan du film est poin- 
gonnSe dans le film 25 S la forme appropriSe, de telle sorte 
qu'elle reste relive au film seulement par 1 interm£diaire du 
voile §troit 27. AprSs l f §tablissement des contacts dans le 
20 module 3, les extr€mit£s des voies conductrices qui rejoignent 
les surfaces de contact 4a sont pliSes, comme indiqu€ par les 
filches 28 sur la Fig- 6b, en mfime ten^s que la partie 26 sur 
le cOt£ arriSre du film. La cavitS 29 entourant le module 3 
peut 6tre ensuite remplie de mati&re. 
25 Comme dans les modes de realisation decrits ci-dessus, 

l'SlSment porteur 30, qui peut fitre s£par§ du film 25 par un ^ | 

simple sectionnement des voiles 22 le long des lignes en traits 
mixtes, prSsente une structure bien adapt§e. i la grosseur du 
module. Avec le proc£d€ dScrit, l'Spaisseur du film est dqubl6e # .>_ 

. ' . ....... • • . ...-iV.'./SJSflt: 



30 de sorte qu? <§galement dans ce. cas, le module est dispos§ de - ^ 

i ' f a$on prot§g#e dans le plan median. de;l/£l&nent porteur . • 
["-"'. > '.. on va Mintenant v d£^ 

' ? permettant d ; ini;orporer : uiv §l§ment porteur / :f abriqu§ confori^ment^:: ^ 
a la prSsente Invention, d'une mani&re simple des cartes 
35 d' identity ou. a des supports de donnSes semblables. . V j ^ 

Initialement,. l'^l^ment porteur 40 est engage dans un 
Svidement 45, m£nag€ au prSalable dans le corps 42 de la. carte -i 
et adapt€ & la grosseur de l'SlSment, et il est maintenu dans 
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cette position par la feuille arriSre de recouvrement 43. 
Ensuite, la feuille avant de recouvrement 41 est mise en 
place sur le corps de carte 42 , muni d'un 61£ment porteur 40, 
de telle sorte que les extr&nit6s de voies conductrices 4a 
5 soient engages dans des entailles ou fentes correspondantes 44 
de la feuille de recouvrement. AprSs le repliement des extr£- 
mit£s de voies conductrices sur la feuille avant de recouvre- 
ment 41, les diff Srentes feuilles sont liSes ensemble ainsi 
qu'avec l'filSment porteur, par exeraple par un proc€d£ de 
10 stratification a chaud. 

Comme le montre la carte d 1 identity terminSe de stratifi- 
cation de la Fig. 8, les extr&nitfis des voies conductrices ou 
bien les surfaces de contact 4a de l'SlSment porteur sont en- 
fonc€es sans formation de joint dans la feuille avant de re- 
15 couvrement 41. Cette structure conffcre £ la carte un bon aspect 
et elle procure en outre I'avantage que les surfaces de contact 
peuvent etre maintenues propres d'une mani&re simple. 

Comme le montre Sgalement la Fig. 8, le module & circuit 
int€grfi est reli£ s implement par 1* intermedial re d'une seule 
20 zone de contact avec les surfaces de contact 4a apparaissant 
sur la surface de la carte et directement accessibles pour des 
£quipementsp*riphSriques , ce qui amfiliore la sficurite de fonc- 
tionnement par rapport & des cartes d'identit* connues compor- 
tant des circuits Int6gr6s de commande . : 
25 Les Fig. 9a et 9b reprSsentent un mode avantageux de reali- 

sation d"une feuille 48 qui peut fttre utilisSe comme feuille de 
recouvrement dans le proc6d€ d§crit ci-dessus. Les fentes 49 
m£nag£es dans la feuille sont agencies, comme le montre le 
des s in, de telle sorte qu'elles facilitent le passage des 
30 extr§mit§s de voies conductrices. En outre-, les extrfenitSs 

de voies conductrices peuvent;. au cours de leur engagement, . ^ 
6tre d6ja^ .i€es en directipn : de la surf ace: de; la feuille de ^* 
recouvrement de inanifcre -qu'elles soient aixtomatriquement pous- • 
s§es dans let position finale gar la plaque de compression pen- 
35 dant I 1 operation de stratification. 

Fi 9- 10 reprfesente enfin un mode de realisation de l f in- 
vent ion dans lequel le module 4 circuit int€gr£ 3 est fix€, 
avant 1 • Stablissement des contacts, initialement sur une feuille 
50 relive au film porteur 1 & l'aide d'un adh^sif appropri£ 51. 
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Un avantage du dernier mode de realisation consiste en ce que 
la feuille utilisee 50 peut servir de feuille de recouvrement 
dans la carte d' identity representee sur la Fig, 8, ce qui 
simplifie encore la fabrication de cartes d'identite comportant 
5 des circuits int§gr€s de commande. 

Les Fig. 11 S 13 repr€sentent un mode de realisation de 
1 1 invention dans lequel on utilise comme support du module 
£ circuit integre un boitier mouie. 

Le module 3 est initialement pourvu de contacts, par exemple 
10 comme cela a d€jk ete decrit ci-dessus en relation avec les 
Fig. 13 3. S implement le module dispose dans une fenetre 61 
du film 60 est pourvu, dans un poste de moulage approprie 
(non represents sur la figure) du boitier mouie 63. L'eiement 
porteur 64, s£pare par poingonnage du film dans la zone de la 
15 fenStre 61 aux extremites 4a des voies conductrices, est re- 
presente sur la Fig. 13. Les extremites 4a de voies conduc- 
trices qui depassent du bord du support de module ou boitier 
mouie 63 peuvent etre librement pli£es; par exemple, elles 
peuvent etre rabattues par pliage sur la surface du support 
20 ou du module. 

Le mode de realisation de 1* invention decrit en dernier 
est caracterise par une structure tr&s compacte et adaptee 
aux dimensions du module 3. L f element porteiur contient seule- 
ment le module i circuit integre et les voies conductrices 4, 
25 4a, mais il ne contient cependant plus le film porteur 60, 
sur -lequel les voies conductrices eta lent fixees pendant 
1 ' etablissement des contacts. 

La Fig. 14 represente enfin un mode de realisation de 
1 ' invention dans lequel on se -passe de jS d f un film porteur 
-30 pendant 1 » etablissement ; des contacts.. Pour 17 etablissement 

des contacts dans le> module 3, on- utilise - un f ilm electrize- : 

ment conducteur 65 .^dans: lequel on foraie. ^ . .^^v 

par decapage-ies voies conductrices 4 representees sur la- :. ... y^?- r '£&y- 

- - .'. ' - ■' 

figure. Les perforations 66 servent auv transport du film 

35 pendant les phases de mise eh oeuvre. 

Apres I'enrobage du module avec- un boitier mouie 63, u 
1 1 element* porteur proprement dit est s£par£ du film par 
poingonnage en sectionnant les voiles 68, qui sont dans ce 
cas identiques aux extremites de voies conductrices 4a. 

40 Le produit final a la forme indiquiesur la Figure 13. 
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RE VEND I CATIONS 

1. - Element porteur pour un module a circuit int§gr§, dans 
lequel le module est fix6 dans une fenfitre d'un support en 
forme de film a l f aide d'un croisillon de contact de maniSre 

5 que les fils du croisillon de contact soient chacun relics par 
une extrfimit6 avec les homes correspondantes du module et 
dSbouchent aux autres extrSmitSs respectives dans des surfaces 
de contact, caract§risS en ce que les voies conductrices (4) 
comportant les surfaces de contact (4a) dSpassent du bord du 
1C support (1, 25, 63) et peuvent 6tre librement pliSes. 

2. - Element porteur selon la revendication 1, caract§ris§ 
en ce que le support du module est une feuille (1, 25) sur la- 
quelle sont fix£es les voies conductrices (4) . 

3. - Element porteur selon la revendication 1, caractSrisS 
15 en ce que le support du module est un corps moul6 (63) , par 

lequel, en plus du module (3), s implement les voies conductrices 
(4) sont enrob&es. 

4. - Element porteur selon l'une des revendications 1 et 3, 
caract6ris€ en ce que le corps moul§ a approxiinativement les 
dimensions du module A circuit int6gr6. 

20 5.- Element porteur selon l'une quelconque des revendica- 

tions 1 a 3, caractfcrisfe en ce que les voies conductrices (4) 
associSes aux surfaces de contact (4a) sont suffisamraent 
longues pour pouvoir fctre plifces autour du support (1, 25, 63) 
et fctre rabattues sur la surface arrifcre du module. 

6. - Element porteur selon la revendication 1 ou 2, carac- 
25 tSrisfe en ce:.qu<feles surfaces de contact (4a) de toutes les 

voies conductrices ( 4 ) sont disposes , d • un cOt£ du module (10) ,^ 
sur un *l<^nto^d^^ et .commun \26)^ qui vient : ; '.: ^ 

s'appliquer/Hor^ du repliement *des : w (4), v 

directs ^ent suir le cOt& ari : ftre du support. (30) ^ 

7. - Element porteur selon 1* une quelconque des revendica- 
30 tions 1 & 5, caractSrisS en ce que les bords du support com- 

portent des fcvidements (18) dans lesquels les voies conductrices 
(4) viennent se placer lors du repliement sur le cOt6 arrifere. 
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8. - Element porteur selon la revendication 7, caract§rise 
en ce que les evidements (18) sont remplis d'une masse coulee. 

9. - El§ment porteur selon l'une quelconque des revendica- 
tions 1 a 8, caracterise en ce que plusieurs Elements porteurs 

5 sont disposes dans des fenfitres d'une bande de film sans fin 
(1, 25, 65) et sont reli§s par 1 \interm§diaire de voiles fa- 
ciles a sectionner (11, 52, 68) avec la bande de film. 

10. - Proc6d£ pour 1 " 6tablissement des contacts entre 
l'€l§ment porteur selon l'une quelconque des revendications 1 

10 £ 5 et une feuille, procfede caracteris§ en ce que les extr§mi- 
t§s libres des voies conductrices (4) sont repli£es £ partir 
du plan du support d'un angle d' environ 90°, en ce que lesdites 
extr€mit€s sont engag€es dans des fentes correspondantes (44, 
49) de la feuille (48, 41) et en ce que finalement, les 
15 extr€mites comportant les surfaces de contact (4a) sont 

repli€es jusqu'S ce qu'elles s'appliquent contre la surface 
de feuille. 

11. - Proc€d£ selon la revendication 10, caract§rise en ce 
que les fentes sont constitutes par de simples entailles (49) 

20 menagees^ dans la feuille, et. il est pr6vu 3 chacune de leurs 
extr€mit€ des fentes de d€tentionnement comparativement 
courtes qui sontorient§es d'un angle d' environ 45°. 

12. - Proc€d€ pour incorporer l'Sl&nent porteur selon l'une 
quelconque des revendications 1 & 5 2 une carte d v identity, 

25 caract6ris§ en ce que l 1 Element porteur (10, 64) est engage, 
avec des voies conductrices pli€es d'environ 90° S partir 
du plan.du support, dans une f enfitre (45) de la. carte d 1 iden-^"l.i ■ 
; - titt, dont l*€paisseur correspond i peu vpr^s^i celle de^$: : ^£^Sg 
... l'§16ment. porteur, ; : eiv ;ce^ qu 1 on : ; place . suSli: car te ; d ■ idjshtiiti^^ 
30 une feuille de recouvrement^- (4*1)/ de^ telle:. sorte?>que les ■"• - ^^Mr^ggim 
extreraites des voies. conductrices soiehtl^ 'de : -^f^^^ 

fentes (49) ?£nag6es en correspondance dans la/ : feuille de^S^^^^S 
recouvrement, et en ce qu ' ehsui te les extr<§mit4s^ de voies 
conductrices. et les surfaces de contact correspondantes sont : : T$*; 
35 replifees, le cas €ch€ant pendant la stratification de la / : :vs ^?, 
feuille : de recouvrement sur la carte d' identity, jusqu'a ce 
qu'elles s'appliquent contre la surface de la feuille de 
recouvrement. 
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